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证券代码：600460              股票简称：士兰微               编号：临2016-053 
 

杭州士兰微电子股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况报告的公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2016 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情

况报告如下。 

 

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2013〕688 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司采用定向增发的

方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 9,120 万股，发行价为每股人民币

4.80 元，共计募集资金 437,760,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募

集资金为 423,760,000.00 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2013 年 8 月 26 日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用 1,132,075.48 元后，公司本次募集资金净额为 422,627,924.52 元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验

〔2013〕247 号）。 

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 

截至 2016 年 9月 30 日，本公司及成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公

司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 初始存放金额 2016年9月30日余额 备注 

交通银行杭州东新支行 331066080018010092644 422,627,924.52 166,076.76  

交通银行杭州东新支行 331066080018010093065  2,556,841.61  

交通银行杭州东新支行 331066080608500008311  16,000,000.00  

合  计  422,627,924.52 18,722,918.37  

前次募集资金投资项目中，成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目实施主体为本公
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司全资子公司成都士兰公司，实施方式为本公司利用募集资金按项目进度对全资子公司成都

士兰公司进行增资。 

二、前次募集资金实际使用情况说明 

(一) 前次募集资金使用情况对照表 

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

截至 2016 年 9月 30 日，由本公司全资子公司成都士兰公司实施的成都士兰半导体制造

有限公司一期工程项目已累计投入募集资金 26,165.59 万元，已完成承诺投资的 95.98%，

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异 1,097.20 万元，是因为募投项目尚未实施完

毕。目前年封装 720 万只功率模块项目正在建设过程中，预计 2016 年年底可以完成。 

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。 

(五) 闲置募集资金情况说明 

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 

经 2014 年 4 月、6 月本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会 

议审议同意，本公司分别利用暂时闲置募集资金补充流动资金 2,400.00 万元、5,000.00 万 

元，使用期限不超过 12 个月。本公司已分别于 2014 年 4 月 14 日、2014 年 6 月 13 日

自募集资金专户转入其他银行账户 2,400.00 万元、5,000.00 万元。以上利用暂时闲置募

集资金补充流动资金的 7,400.00 万元，已分别于 2015 年 4月 9日、2015 年 6月 10 日归还，

并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。 

经 2015 年 5 月本公司第五届董事会第二十四次会议审议同意，成都士兰公司利用 

暂时闲置募集资金补充流动资金 1,500.00 万元，使用期限不超过 12 个月。成都士兰公司

已于 2015 年 6 月 8 日自募集资金专户转入其他银行账户 1,500.00 万元。该部分资金已

于 2016 年 3 月 13 日、2016 年 4 月 1 日分批归还，并由成都士兰公司其他银行账户转

入募集资金专户。 

    经 2015 年 6 月本公司第五届董事会第二十五次会议审议同意，本公司利用暂时闲置 

募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。本公司已于 2015 年 7 月

20 日自募集资金专户转入其他银行账户 5,000.00 万元。该部分资金已于 2016 年 4月 28 日

归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。 

2. 尚未使用的募集资金情况说明 

本公司及成都士兰公司尚未使用的募集资金 18,722,918.37 元（包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额 7,750,984.17 元），尚未使用的募集资金占募集资金净额的

4.43%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。 
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。截至 2016年 9月 30日，

因前次募集资金投资项目所需资金未能完全募足，存在较大的资金缺口，为降低经营风险,

公司分阶段实施募集资金投资项目，导致前次募集资金投资项目实现效益与承诺的达产后正

常生产年度效益有较大差距。具体说明如下： 

成都士兰公司一期工程项目总投资额为 99,995.00 万元，该项目规划的产品及产能包

括：实现新增照明用 LED 芯片 43.56 亿颗/年的产能；实现生产多种功率器件 5.4 亿只/年、

多种功率模块 0.3 亿块/年的能力。 

由于前次募集资金投资项目所需资金未能全部募足，实际拟投入成都士兰一期工程项目

募集资金金额为 27,262.79 万元，较原拟用募集资金投入的规模（69,995.00 万元）存在较

大的资金缺口。为降低经营风险，公司分阶段实施成都士兰公司一期工程项目。公司功率器

件、功率模块生产流程包括外延片加工、芯片制造、封装测试等环节，2014 年 1 月和 2015

年 1 月，成都士兰公司外延片生产车间和功率模块封装车间相继投入生产，已分别形成年产

外延片 62.4 万片、年封装功率器件 3.96 亿只的生产能力；年封装 720 万块功率模块项目正

在建设之中，预计 2016 年年底可以完成。原规划的照明用 LED 芯片产能，因资金不足尚未

实施。 

截至 2016 年 9 月 30 日，成都士兰一期工程已累计投入资金 59,817 万元，其中：土地

建筑物投入 26,468 万元、设备投入 26,954 万元、铺底流动资金投入 6,395 万元。由于产能

分阶段释放，且实际产出规模相对较小，导致该项目在生产上量的第一年和第二年出现一定

程度的亏损。截至 2016 年 9 月 30 日，该项目累计亏损 697.08 万元。今后，随着产能的进

一步释放，该项目盈利情况将进一步改善。 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。 

五、其他差异说明 

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。 

 

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

杭州士兰微电子股份有限公司 

董事会 

二〇一六年十二月十三日 
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附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2016 年 9月 30 日 

 

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司                   单位：人民币万元 

募集资金总额：42,262.79 已累计使用募集资金总额：41,165.59 

变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额比例：无 

 

 

 

2013 年：18,682.90 

2014 年：7,992.29 

2015 年：6,886.22 

2016 年 1-9 月：7,604.18 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可

使用状态日期

（或截止日项目

完工程度） 

序

号 

承诺投资

项目 

实际投资

项目 

募集前承诺 

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

实际投资金额与 

募集后承诺投资 

金额的差额 

1 

成 都 士 兰

半 导 体 制

造 有 限 公

司 一 期 工

程项目 

成 都 士 兰

半 导 体 制

造 有 限 公

司 一 期 工

程项目 

69,995.00 27,262.79 26,165.59 69,995.00 27,262.79 26,165.59 1,097.20 2016 年 12 月 

2 
补 充 流 动

资金 

补 充 流 动

资金 
18,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00  2013 年 9月 
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附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2016 年 9月 30 日 

 

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司                  单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 
最近三年实际效益 截止日 

累计实现效益 

是否达到 

预计效益 序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-9 月 

1 

成都士兰半

导体制造有

限公司一期

工程项目 

100.00%、

86.00% 

[注] 

达产后正常生产

年年销售收入

140,418.00 万

元、正常生产年

所得税后利润

27,346 万元 

-- 

2014年该项目处于

建设期和试生产阶

段，产品销售收入

4,952.36 万元、销

售毛利 296.86 万

元、所得税后利润 

-1,007.37 万元 

2015 年该项目处

于建设期和试生

产阶段，产品销售

收入 15,142.15

万元、销售毛利 

1,327.21 万元、

所得税后净利润

-477.12 万元 

2016 年 1-9 月该项

目处于建设期和试

生产阶段，产品销

售收入 14,475.64

万元、销售毛利 

2,325.87 万元、所

得税后净利润

787.41 万元 

产品销售收入

34,570.15 万

元、销售毛利

3,949.94 万

元、所得税后

利润-697.08

万元 

否 

注:今年 1-9 月份成都士兰外延片生产车间产能利用率 100.00%，功率模块车间产能利用率 86.00%。 

 

 


